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Stacked DRAM Solutions

DRAM

SoC/CPU/GPU

3D Direct Stack

マイクロバンプを備えているが、
TSVを使わないDRAMダイ

SoCやCPUに直接スタックする場
合は、ロジックチップ側にもTSV技
術が必要

(Memory Cube)
DRAMをTSV技術でスタックしたメ
モリキューブ
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CPU/GPU/SoC

2.5D (TSV Interposer)

TSVインタポーザーでCPUや
GPUをDRAMと広帯域に接続
する

DRAM容量が必要な場合はTSVで
スタックする。スタックしない場合
はDRAM側もTSVを必要としない
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TSV Interposer

CPUやGPUなどロジックチップ
側にはTSV技術は必要ない
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Flip-Chip Bumps
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